Industrielle Computertomographie (iCT)
fir die Prifung von Elektronik und Sensoren

Qualitech AG ist ein filhrender Dienstleister fiir zerstérungsfreie Materialpriifungen mit hoch ausgebildeten
und qualifizierten Fachleuten. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in allen gangigen Verfahren der zerstérungs-
freien Prifung bietet lhnen eine Vielzahl an Priifméglichkeiten, um lhre Materialien und Werkstiicke auf
Fehlerfreiheit zu priifen. Das garantiert lhnen zufriedene Kunden, denn nichts ist geschéaftsschadigender als

unerwartete Schadensfille.

Im Frihjahr 2016 wurde das Dienstleistungsspektrum  der
Qualitech AG um die industrielle Computertomographie (CT)
erweitert.

Die CT ermdglicht es, zerstérungsfrei, innerhalb von kurzer Zeit
ein digitales Abbild des Ist-Zustandes eines Objektes zu
generieren. Im Nachhinein kann der gewonnene Datensatz
spezifisch analysiert werden, wodurch ein direkter Vergleich mit
dem Soll-Zustand mdéglich ist. Gegenlber herkémmlicher
Materialprifung oder taktilen Messmethoden bietet die CT
einige Vorteile. Mittels CT lassen sich beispielsweise Risse
sehr gut detektieren, welche mit der herkdmmlichen 2D-
Durchstrahlungsprifung oftmals schwierig zu erkennen sind. Im
Bereich Metrologie (Vermessung) ist es mdglich innere
Strukturen zu Bemassen, welche taktil nicht zuganglich sind.

Die Qualitech AG betreibt eine der modernsten und auch
grossten CT-Anlage der Schweiz. Die hohe Strahlenleistung
von bis zu 600 kV ermdglicht es sowohl grosse und
dickwandige Bauteile zu analysieren, wohingegen die 225 kV
Mikrofokus-Réntgenréhre  hochauflésende  Aufnahmen im
Mikrometerbereich erméglicht.

Modulares CT der Firma YXLON bei Qualitech AG

Elektronik und Sensoren

Elektronische Bauelemente und Sensoren werden zunehmend
kleiner, was eine Prufung hinsichtlich Defekte, wie
beispielsweise unterbrochene Kontakte oder Fehlstellen in L6t-
oder Klebestellen, deutlich erschwert. Hier zeigen sich die
Starken der industriellen Computertomographie. Mit Hilfe von
hochauflésenden, dreidimensionalen Aufnahmen erhalten Sie
aussagekraftige Details Uber lhre Bauteile. Abhangig von
Geometrie und Werkstoff ist eine rdumliche Auflésung von bis
zu ca. 15 Mikrometern mdglich. So lassen sich selbst kleinste
Fehlistellen in Létverbindungen detektieren und bemassen.
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Oben: 3D-Darstellung eines Glihwendels; Mitte: Detail der 3D-Darstellung des
Glihwendels; Unten: Langsschnitt durch die Wicklung des Glihwendels mit Bemassung
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Assembly Analyse

Eine Assembly Analyse erlaubt die zerstérungsfreie Analyse
kompletter Baugruppen. Sie moéchten wissen wie lhre
Steckverbindung oder lhr Modul aufgebaut ist und ob die
Montage eventuell zu einem unterbrochenen Kontakt gefiihrt
hat? Mittels industrieller Computertomographie kénnen wir
entweder ein komplettes Bauteil oder aber auch nur einen
Teilbereich (ROI) scannen und je nach Wunsch dreidimensional
oder im Schnitt darstellen. Somit kénnen auch vergossene
Bauteile schnell und einfach analysiert werden.

8.5 mm
Schnittbild durch eine Flugdrohne zur Uberpriifung von Létstellen, aufgenommen mittels
iCT.

Durch die hohe Bilddynamik und der M®églichkeit der
Anpassung des Grauwertprofils lassen sich bestimmte
Materialen ausblenden. Somit kénnen relevante Bereiche und
Materialunterschiede Ubersichtlich dargestellt werden.

Detail der 3D-Darstellung einer Flugdrohne; links: komplette ROI; rechts: ROl mit
ausgeblendetem Akkumulator

Industrielle Computertomographie einer Batterie; Langsschnitt durch die Batterie,
Darstellung z.B. des Flillgrades, Partikelverteilung und Ausrichtung der Komponenten

Technisches Datenblatt des Computertomographen

Als Dienstleister méchten wir ein mdglichst breites
Anwendungsspekirum  von  verschiedenen Materialien,
Bauteilgrossen und —wandstarken abdecken. Mit der modular
zusammengestellien Anlage kénnen wir sowohl sehr grosse
Bauteile, wie beispielsweise gegossene Zylinderképfe oder
Gehéuse bis theoretisch 2 m Hoéhe und ca. 880 mm
Durchmesser priifen. Aber auch sehr kleine Bauteile kdnnen
hochauflésend dargestellt werden. Hierfir wurden zwei
unterschiedliche Réntgenréhren und zwei Detektoren verbaut.

Kegelstrahl-CT Facherstrahl-CT

225 kV 600 kV 600 kV

Mikrofokus Minifokus Minifokus
Scanfeldhéhe: ca. 2100 mm ca. 1950 mm ca. 1550 mm
Scanfelddurchmesser ca. 610 mm ca. 650 mm ca. 880 mm
Opt. Ortsauflésung: ca. 15 um ca. 175 um ca. 190 um
Bauteilgewicht: ca. 350 kg ca. 350 kg ca. 350 kg

Durchstrahlbare Wandstarken:

Stahl: ca. 7 mm ca. 90 mm ca. 90 mm
Aluminium: ca. 100 mm ca. 300 mm ca. 300 mm
Ni-Basis: ca.4 mm ca. 50 mm ca. 50 mm

Technische Daten der verschiedenen Messmodi des Computertomographen mit einer
ungefahren Angabe der durchstrahlbaren Wandstérke verschiedener Materialien

Lieferzeiten

Je nach Art und Umfang der durchgefiihrten Unter-suchungen
beziehungsweise der notwendigen Prif-dauer. In der Regel
innerhalb weniger Arbeitstage oder auch Stunden.
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